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(57)【要約】
【課題】電子線殺菌法を利用して、しかも、金属層を有
する軟包装材料を使用でき、再汚染のおそれのない包装
体を製造する方法を提供すること。
【解決手段】長尺の軟包装材料を間歇的に走行させ、ま
ず筒状に加工する。次に横シール装置２で横シールａ３
を施した後、その上側開口部ａ２から挿入された不活性
ガス充填管５から停止状態の包装材料に無菌の窒素ガス
を充填し、電子線照射装置のエミッタ３１から電子線を
照射する。そして、充填ノズル４から内容物を充填させ
、軟包装材料を移動して再び横シールａ３を施して密封
する。筒状軟包装材料の内側から電子線を照射している
ため、金属層を有する包装材料を使用できる。また、必
要最小限の照射量で済み、包装材料の損傷を防止できる
。また、速やかに充填・密封しているため、再汚染のお
それもない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の殺菌工程、充填工程及び密封工程を、この順に、かつ、インラインで行うことを特
徴とする包装体の製造方法。
　軟包装材料に対して、その内面側から電子線を照射して殺菌する殺菌工程。
　殺菌された軟包装材料に内容物を充填する充填工程。
　内容物が充填された軟包装材料を密封する密封工程。
【請求項２】
　長尺の軟包装材料を間歇的にかつ鉛直方向に走行させながら、内容物を充填し、密封し
て包装体を製造する方法であって、次の（１）～（５）の工程を有することを特徴とする
包装体の製造方法。
　（１）この軟包装材料を走行させながら二つ折りし、その両側縁同士をシールして筒状
に加工する筒状加工工程。
　（２）筒状軟包装材料に横シールを施す横シール工程。
　（３）この筒状軟包装材料の走行を停止させ、停止状態の筒状軟包装材料に対して、内
面側から電子線を照射して殺菌する殺菌工程。
　（４）横シールが施され、かつ、殺菌された停止状態の筒状軟包装材料の上側開口部か
ら充填ノズルを挿入し、内容物を充填する充填工程。
　（５）内容物が充填された筒状軟包装材料の上側開口部を密封する密封工程。
【請求項３】
　筒状軟包装材料の内部を密閉した状態で、前記殺菌工程、充填工程及び密封工程を行う
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の製造方法。
【請求項４】
　電子線の加速電圧が１２５ｋＶ以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに
記載の製造方法。
【請求項５】
　長尺の軟包装材料を間歇的にかつ鉛直方向に走行させる走行経路を有し、かつ、この走
行経路中に、次の（ａ）～（ｄ）の装置を配置したことを特徴とする包装体の製造装置。
　（ａ）走行する軟包装材料を二つ折りし、その両側縁同士をシールして筒状に加工する
筒状加工装置。
　（ｂ）停止状態の筒状軟包装材料の内面に挿入された電子線照射装置。
　（ｃ）横シールが施され、かつ、殺菌された停止状態の筒状軟包装材料の上端開口部か
らその内面に進退自在に配置され、内容物を筒状包装材料に充填する充填ノズル。
　（ｄ）前記電子線照射装置及び充填ノズルより下方に配置され、筒状軟包装材料に横シ
ールを施す横シール装置。
【請求項６】
　筒状軟包装材料の内部を密閉した密閉空間内に、前記電子線照射装置の先端と充填ノズ
ルの先端とが位置していることを特徴とする請求項５に記載の製造装置。
【請求項７】
　電子線の加速電圧を１２５ｋＶ以下とすることができることを特徴とする請求項５又は
６記載の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、その内面に殺菌処理が施された軟包装材料に内容物を充填し、密封した包装
体を製造する方法及びこの方法に使用する装置に関する。そして、本発明は、その殺菌方
法として電子線殺菌方法を採用した技術を改良したものである。
【背景技術】
【０００２】
　プラスチックフィルムなどから構成された軟包装材料に殺菌処理を施す方法には、さま
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ざまな方法が知られている。いずれの方法も、例えば食品等を包装する軟包装材料に適用
されるもので、このため、軟包装材料の内面に殺菌処理が施される。
【０００３】
　例えば、過酸化水素や過酢酸等の殺菌性薬剤を軟包装材料の内面に噴霧する方法である
。そして、殺菌処理後にこの包装材料を無菌水で洗浄することにより、包装材料内面に残
留した薬剤を除去する。しかしながら、充分に洗浄除去するためには、大量の無菌水で長
い時間洗浄する必要があり、したがって、大型で複雑な洗浄装置を使用する必要があった
。
【０００４】
　また、ガンマ線を照射して殺菌する方法も知られている。ガンマ線は電荷を持たない放
射線であるから、軟包装材料に照射してもほとんど減衰せず、これを透過する。このため
、軟包装材料を袋状に加工した後、その外面側からガンマ線を照射して、その内面を殺菌
することができる。しかしながら、この場合には装置が大規模となってコスト上の問題が
ある上、ガンマ線の照射を受けたプラスチックは酸化して、包装体内部に酸化臭が残るこ
とが多い。このため、その内容物の風味を損ねることがあった。例えば、ミネラルウォー
ター、フレーバーの弱い飲料、つゆ、だしなどを内容物とする場合には、風味の低下がそ
のまま商品価値の低下につながるという問題があった。
【０００５】
　また、軟包装材料の殺菌方法として、電子線殺菌方法を使用する方法も知られている。
電子線もプラスチックフィルムを透過することから、包装袋の外面側から照射して殺菌す
ることが推奨されている（特許文献１，２）。しかしながら、電子線は負の電荷を有する
粒子線であるから、軟包装材料を透過する際の減衰量はガンマ線と比較して極めて大きい
。このため、包装袋の外面側から電子線を照射し、軟包装材料を透過した電子線によって
包装袋内面を殺菌するためには、殺菌処理に必要な出力より高い出力の電子線を要すると
いう問題があった。また、軟包装材料がその層構成中に導電性の層を有する場合には、電
子線はこの導電性の層によって事実上遮断されるから、たとえ高い出力の電子線を包装材
料外面側から照射しても、その内面を殺菌することはできなかった。なお、導電性の層と
しては、アルミニウム箔、アルミニウム蒸着層などの金属層が例示できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭５８－１１６２１号公報
【特許文献２】特開２００３－７２７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、電子線殺菌法を利用して、しかも、層構成中に金属層を有する軟包
装材料を使用することが可能であり、再汚染のおそれのない包装体を製造する方法とこの
方法に使用する装置とを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、次の殺菌工程、充填工程及び密封工程を、この順
に、かつ、インラインで行うことを特徴とする包装体の製造方法である。
【０００９】
　軟包装材料に対して、その内面側から電子線を照射して殺菌する殺菌工程。
【００１０】
　殺菌された軟包装材料に内容物を充填する充填工程。
【００１１】
　内容物が充填された軟包装材料を密封する密封工程。
【００１２】
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　この発明においては、軟包装材料に対して、その内面側から電子線を照射して殺菌する
から、外面側から照射する場合と異なり、軟包装材料によって電子線が減衰したり、遮断
されたりすることがない。このため、金属層を有する軟包装材料を使用しても、充分に殺
菌できるのである。
【００１３】
　なお、このように軟包装材料による減衰が生じないから、その出力は殺菌に必要な最低
限の出力で充分である。そして、このように低出力の電子線で殺菌する場合には、後述す
るように、包装袋内面のプラスチックの損傷を防いで、酸化臭の発生を防止することがで
きる。
【００１４】
　次に、軟包装材料の内面側を殺菌した後、この殺菌工程とインラインで内容物を充填し
、密封して包装体を製造するから、殺菌工程の後密封までの間に再汚染するおそれがない
。
【００１５】
　このように、この発明によれば、層構成中に金属層を有する軟包装材料を使用すること
が可能で、再汚染のおそれのない包装体を製造することが可能である。しかも、必要最低
限の出力の電子線を照射すれば殺菌できるから、コスト的に有利であるばかりでなく、酸
化臭の発生を防止することもできる。
【００１６】
　次に、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明の効率を向上させるため、長尺
の軟包装材料を使用したものである。すなわち、請求項２に記載の発明は、長尺の軟包装
材料を間歇的にかつ鉛直方向に走行させながら、内容物を充填し、密封して包装体を製造
する方法であって、次の（１）～（５）の工程を有することを特徴とする包装体の製造方
法である。
【００１７】
　（１）この軟包装材料を走行させながら二つ折りし、その両側縁同士をシールして筒状
に加工する筒状加工工程。
【００１８】
　（２）筒状軟包装材料に横シールを施す横シール工程。
【００１９】
　（３）この筒状軟包装材料の走行を停止させ、停止状態の筒状軟包装材料に対して、内
面側から電子線を照射して殺菌する殺菌工程。
【００２０】
　（４）横シールが施され、かつ、殺菌された停止状態の筒状軟包装材料の上側開口部か
ら充填ノズルを挿入し、内容物を充填する充填工程。
【００２１】
　（５）内容物が充填された筒状軟包装材料の上側開口部を密封する密封工程。
【００２２】
　この発明によれば、長尺の軟包装材料を間歇的にかつ鉛直方向に走行させながら、電子
線による殺菌工程、充填工程、密封工程のすべてを実行するから、殺菌工程の後、密封工
程までがインラインで実行され、このため、再汚染のおそれがない。また、筒状軟包装材
料の内面側から電子線を照射して殺菌するから、層構成中に金属層を有する軟包装材料を
使用することが可能であり、また、必要最低限の出力の電子線を照射すれば殺菌すること
ができる。
【００２３】
　なお、後述する仕切り板等を使用することにより、この仕切り板と横シールとの間で筒
状軟包装材料の内部を密閉し、この密閉空間内部に電子線照射装置の先端と充填ノズルの
先端を挿入して殺菌工程と充填工程とを行えば、殺菌工程から充填工程まで包装体内部を
外気にさらすことなく、したがって、一層確実に再汚染を防止することができる。そして
、この密閉状態を維持したまま、包装体の上部に横シールを施して密封すれば、殺菌工程
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後の再汚染をさらに確実に防止することができる。請求項３に記載の発明はこの点を明確
にしたもので、すなわち、請求項３に記載の発明は筒状軟包装材料の内部を密閉した状態
で、前記殺菌工程、充填工程及び密封工程を行うことを特徴とする請求項１又は２に記載
の製造方法である。
【００２４】
　次に、請求項４に記載の発明は、電子線の出力の上限を限定したもので、この上限以下
の出力で電子線を照射すれば、軟包装材料の損傷を防止することができる。例えば、軟包
装材料の内面がポリエチレン系ヒートシール性樹脂で構成されている場合であっても、こ
のヒートシール性樹脂を損傷することなく、充分に殺菌することができる。そのため、酸
化臭を生じることがないから、例えば、ミネラルウォーター、フレーバーの弱い飲料、つ
ゆ、だしなどを内容物として充填しても、その商品価値が低下するようなことがない。
【００２５】
　すなわち、請求項４に記載の発明は、電子線の加速電圧が１２５ｋＶ以下であることを
特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の製造方法である。
【００２６】
　次に、請求項５～７に記載の発明は、それぞれ、請求項２～４の製造方法に使用する装
置の発明である。
【００２７】
　すなわち、請求項５に記載の発明は、長尺の軟包装材料を間歇的にかつ鉛直方向に走行
させる走行経路を有し、かつ、この走行経路中に、次の（ａ）～（ｄ）の装置を配置した
ことを特徴とする包装体の製造装置である。
【００２８】
　（ａ）走行する軟包装材料を二つ折りし、その両側縁同士をシールして筒状に加工する
筒状加工装置。
【００２９】
　（ｂ）停止状態の筒状軟包装材料の内面に挿入された電子線照射装置。
【００３０】
　（ｃ）横シールが施され、かつ、殺菌された停止状態の筒状軟包装材料の上端開口部か
らその内面に進退自在に配置され、内容物を筒状包装材料に充填する充填ノズル。
【００３１】
　（ｄ）前記電子線照射装置及び充填ノズルより下方に配置され、筒状軟包装材料に横シ
ールを施す横シール装置。
【００３２】
　また、請求項５に記載の発明は、電子線の加速電圧を１２５ｋＶ以下とすることができ
る請求項４に記載の製造装置である。
【発明の効果】
【００３３】
　以上のように、本発明によれば、層構成中に金属層を有する軟包装材料を使用すること
が可能で、再汚染のおそれのない包装体を製造することが可能である。しかも、電子線の
加速電圧を１２５Ｖ以下とすれば、軟包装材料を損傷することなく、充分に殺菌すること
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係る包装体製造装置の要部斜視図
【図２】本発明に係る包装体製造装置の要部断面図
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、図面を参照して本発明の例を説明する。この例は、包装体として三方シール包装
体を製造する例である。三方シール包装体を構成する包装袋は、包装袋を囲む四辺のうち
１辺を包装材料の折り返し部で構成し、その他の３辺をヒートシール部で構成したもので
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ある。そして、前記折り返し部に対向する辺を縦シール部と呼び、折り返し部に隣接する
２辺を横シール部と呼ぶ。なお、四辺のうち２辺を折り返し部とし、その中央に合掌貼り
された縦シール部を有する包装体をピロー包装体と呼ぶ。この例は三方シール包装体を製
造する例であるが、もちろん本発明によってピロー包装体を製造することも可能である。
【００３６】
　三方シール包装体やピロー包装体を製造する場合、包装材料として長尺の軟包装材料を
使用すれば、横シール部を介して多数の包装体を連設して製造することができる。このと
き、特定の包装体の上部の横シール部と、隣接する包装体の下部を構成する横シール部と
は、同一の横シール部である。
【００３７】
　図１に示す製造装置は、このように、長尺の軟包装材料を使用して三方シール包装体を
製造する装置である。また、図２は、その動作を説明するための要部断面図である。
【００３８】
　この例において、長尺の軟包装材料ａは、巻き取りロールａ１から巻き出され、ガイド
ロールを経由した後、図面の上側から下方向に向けて走行する。その走行形態は間歇走行
である。すなわち、長尺の軟包装材料ａは、鉛直方向への移動と停止とを繰り返しながら
下方向に向けて走行する。
【００３９】
　そして、この製造装置には、前記走行経路に沿って、筒状加工装置１と横シール装置２
とが配置されている。
【００４０】
　筒状加工装置１は三方シール包装体の縦シール部を形成して、軟包装材料ａを筒状に加
工する装置である。この筒状加工装置１は、軟包装材料ａを二つ折りして、その両側端部
を向かい合わせに重ね合わせる二つ折り機構１１と、こうして重ね合わされた両側端部を
合掌シールする縦シール機構１２とで構成されている。
【００４１】
　また、横シール装置２は、筒状に加工された軟包装材料ａを横シールする装置である。
前述のとおり、この横シール装置２によって形成される横シール部ａ３は、連接された複
数の包装体の境界を構成するもので、一方の包装体の上部を構成すると共に、これに隣接
して続く包装体の下部を構成する。そして、この横シール部の中央から切断することによ
って、個々の包装体に分断することが可能である。
【００４２】
　ところで、この例では、図２に示すように、筒状加工装置１によって筒状に加工された
筒状軟包装材料ａの内部であって、横シール装置２より上の位置に、仕切り板６が配置さ
れており、この仕切り板６と横シール装置２との間で筒状軟包装材料ａの内部は密閉され
た空間を構成している。そして、仕切り板６には３種類の貫通孔が設けられており、この
３種類の貫通孔を通じて、それぞれ、後述する電子線照射装置３のエミッタ３１、内容物
ｂの充填ノズル４、不活性ガス充填管５が、その先端を前記密閉空間に向けて挿入されて
いる。なお、この仕切り板６は、前記エミッタ３１又は不活性ガス充填管５に接合して、
不変の位置に固定しておくことができる。
【００４３】
　すなわち、軟包装材料ａを二つ折りして筒状に加工する位置では、その筒状軟包装材料
ａの上側に開口部ａ２が形成されている。この上側開口部ａ２から仕切り板６の貫通孔を
通じて、前記エミッタ３１、充填ノズル４、不活性ガス充填管５が、筒状軟包装材料ａの
内部に挿入されている。なお、図１では、不活性ガス充填管５の図示を省略している。
【００４４】
　電子線照射装置３は、筒状軟包装材料ａの内面側から電子線を照射して、殺菌する役割
を有するものである。電子線はエミッタ３１の先端から照射されるから、エミッタ３１の
先端は前記密閉空間の内部に位置している必要がある。
【００４５】
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　軟包装材料ａの損傷や酸化を防止するため、電子線の照射量は殺菌に必要な最低限の照
射量に留めることが望ましい。電子線の加速電圧が１２５ｋＶの場合、周囲１００ｍｍ程
度の範囲まで殺菌効果を期待することができる。このような理由から、前記電子線殺菌装
置として、電子線の加速電圧を１２５ｋＶ以下とすることができる装置を使用することが
望ましい。また、殺菌工程は、１２５ｋＶ以下の加速電圧で行なうことが望ましい。
【００４６】
　次に、内容物ｂの充填ノズル４は、包装体に内容物を充填する役割を有するものである
。この理由から、充填ノズル４の先端は前記密閉空間の内部に位置している必要がある。
また、この充填ノズル４が電子線照射を妨害しないように、この充填ノズル４は、進退自
在に構成されている必要がある。すなわち、電子線を照射して筒状軟包装材料を殺菌する
殺菌工程においては、充填ノズル４は上方の退出位置４１に退出しており（図２参照）、
殺菌工程後に進入位置４２に挿入して、この進入位置で内容物を充填する。
【００４７】
　次に、不活性ガス充填管５は、前記密閉空間に不活性ガスを充填して、この空間の空気
を不活性ガスで置換する役割を有している。この例では、不活性ガスとして窒素ガス（Ｎ

２）を使用したが、包装袋内面や内容物を酸化変質させることのないガスであれば、その
外のガスであってもよい。例えば、二酸化炭素ガス（ＣＯ２）である。
【００４８】
　なお、この不活性ガスは、無菌状態に維持されたガスであることが望ましい。そして、
不活性ガス充填管５から不活性ガスを充填して前記密閉空間を陽圧に保つことにより、外
気の侵入を防ぎ、無菌状態の不活性ガスを満たすことができる。
【００４９】
　次に、この製造装置を使用して包装体を製造する方法について説明する。前述のように
、この製造装置は、長尺の軟包装材料ａを使用して、その移動と停止とを繰り返しながら
包装体を製造する装置である。そこで、この製造工程を構成する各工程は、軟包装材料ａ
を移動させながら加工を行なう工程と、停止状態で加工を行なう工程とに区分できる。
【００５０】
　まず、軟包装材料ａを筒状に加工する筒状加工工程は、軟包装材料ａを移動させながら
加工を行なう工程である。すなわち、軟包装材料ａをその経路に沿って移動させることに
より、二つ折り機構１１によって二つ折りされ、かつ、その両側端部を向かい合わせに重
ね合わせる。そして、さらに移動することにより、縦シール機構１２によって、重ね合わ
された両側端部をシールして縦シールが形成される。
【００５１】
　次に、横シール工程は、軟包装材料ａを移動させながら行なってもよいし、軟包装材料
ａを停止させて行ってもよい。
【００５２】
　そして、この停止状態を維持したまま、殺菌工程、充填工程、密封工程を行うことがで
きる。すなわち、まず、不活性ガス充填管５から常時無菌状態の不活性ガスが充填されて
いるから、横シール部ａ３と仕切り板６との間の密閉空間はこの無菌状態の不活性ガスで
満たされている。そこで、充填ノズル４を上方の退出位置４１に退出させ、電子線照射装
置３のエミッタ３１の先端から電子線を照射して、この密閉空間を構成する筒状軟包装材
料ａに対して、その内面側から電子線を照射して殺菌する。
【００５３】
　次に、速やかに充填ノズル４を下方の進入位置４２に進入させ、その先端から内容物を
充填する。このとき、前記密閉空間は無菌状態の不活性ガスで満たされている。
【００５４】
　内容物の充填の後、速やかに単位距離だけ移動して停止させ、再度横シールを施すこと
により、包装体を製造することができる。移動する単位距離は、包装体の長さと同じ距離
である。この距離を移動して横シールを施すことにより、包装体の上部を構成する横シー
ル部ａ３を形成して密封することができる。なお、この横シール部ａ３は、包装体の上部
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る。このため、前記殺菌工程や充填工程を繰り返すことにより、多数の包装体を連接して
製造することができる。そして、前記横シール部ａ３の中央で切断することにより、個々
の包装体に分断することができる。
【００５５】
　本発明に係る軟包装材料ａとしては、任意の包装材料を使用することができる。例えば
、基材シートの内面側にヒートシール性樹脂層を積層した軟包装材料である。金属箔や金
属蒸着層などの金属層を有する軟包装材料を使用する場合には、本発明の利点が特に生か
されるが、これに限られず、金属層を持たない軟包装材料であってもよい。
【００５６】
　基材シートとしては、例えば、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリ
エステルフィルム、ポリアミドフィルム、ポリ塩化ビニルフィルムなどを使用できる。イ
一軸延伸または二軸延伸したフィルムであってよい。あるいは、これらプラスチックフィ
ルムに金属蒸着膜を形成した蒸着フィルムを用いることも可能である。また、透明無機蒸
着膜を形成した蒸着フィルムを使用することも可能である。透明無機蒸着膜としては、例
えば、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化インジウム、酸化錫、酸化ジルコニウムなど
の薄膜が利用できる。これら蒸着膜をプラスチックフィルムに積層する方法は公知である
が、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、ＣＶＤ法などで可能である。なお、これら
各フィルムを積層した多層フィルムを基材として使用できることはもちろんである。また
、これら各フィルムに金属箔を積層した多層フィルムを用いることもできる。金属箔とし
ては、アルミニウム箔、鉄箔、銅箔、錫箔などが例示できる。
【００５７】
　次に、ヒートシール性樹脂層としては、例えば、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）フィ
ルム、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）フィルム、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）フィ
ルム、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）フィルム、未延伸ポリプロピレン（ＣＰ
Ｐ）フィルム、エチレン－酢酸ビニル共重合体フィルム、エチレン－アクリル酸共重合体
フィルム、エチレン－アクリル酸メチル共重合体フィルム、エチレン－メタクリル酸共重
合体フィルム、エチレン－プロピレン共重合体フィルム、アイオノマーフィルムなどが使
用できる。
【００５８】
　また、内容物としては、粉粒体、液体、粘性の液体などの飲食物を収容することができ
る。例えば、ミネラルウォーター、フレーバーの弱い飲料、つゆ、だしなどである。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　筒状加工装置
　１１　筒状加工装置の二つ折り機構
　１２　筒状加工装置の縦シール機構
　２　　横シール装置
　３　　電子線照射装置
　３１　電子線照射装置のエミッタ
　４　　充填ノズル
　４１　充填ノズルの退出位置
　４２　充填ノズルの進入位置
　５　　不活性ガス充填管
　６　　仕切り板
　ａ　　軟包装材料
　ａ１　軟包装材料の巻き取りロール
　ａ２　軟包装材料の上側開口部
　ａ３　軟包装材料の横シール部
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